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최근 반도체 공정 중 발생하는 오염입자에 대해 건식세정에 관해 연구 개발을 진행하고 있
다 본 연구에서는 초음속 내부혼합형 노즐을 이용한 웨이퍼 건식 세정을 연구하였다 노즐 . . 
분사 시 기체압력 액체유량 로 이상의 오염입자가 부착된 3 bar, D.I water 0.15 g/s 30 nm 
웨이퍼를 세정하였으며 초 세정 후 , 1 N2 를 이용하여 건조하는 과정을 각 회 회 회 gas 1 , 2 , 3
를 반복한 후 입자 크기별 세정효율을 분석하였다 분석 결과 반복세정 시 세정효율. SEM 
이 증가하는 것을 볼 수 있으며 최대 이상의 입자제거효율을 가지는 것을 확인하였다, 98% .

Figure. 1 Wafer Cleaning system                   번 초세정 건조 세정 Figure. 2 a) Sample b) 1 (1 - ) 
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